
GRUNDLAGEN DER 
LEITERPLATTENPRODUKTION 
IPC – MATERIAL - PRODUKTION
Klaus Schill-Mulack



2

BASISWISSEN LEITERPLATTE IPC - MATERIAL - PRODUKTION

GRUNDLAGEN DER LEITERPLATTENPRODUKTION 
KLAUS SCHILL-MULACK | JUNI 2022

1. Allgemeines
2. IPC-Standards
3. Kupferfolien
4. Basismaterial
5. Produktion

Klaus Schill-Mulack
Technisches Projektmanagement



3

BASISWISSEN LEITERPLATTE IPC - MATERIAL - PRODUKTION

GRUNDLAGEN DER LEITERPLATTENPRODUKTION 

Allgemein

KLAUS SCHILL-MULACK | JUNI 2022



4

BASISWISSEN LEITERPLATTE IPC - MATERIAL - PRODUKTION

GRUNDLAGEN DER LEITERPLATTENPRODUKTION 

IPC Richtlinien
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 IPC 600 - Abnahmekriterien von Leiterplatten
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 IPC 601x  - Qualifizierung und Leistungsspezifikation von Leiterplatten
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IPC 410x – Specification Sheet
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KURZUMFRAGE
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Multiple-Choice

 Welches ist das am häufigsten verwendete Harzsystem für Leiterplattenmaterial ?

 Epoxy
 Polyimid
 PTFE - Polytetrafluorethylen
 PPE - Polyphenylenether
 BT - Bismaleimide Triazine
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Basismaterial
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GRUNDLAGEN DER LEITERPLATTENPRODUKTION 

Kupferfolien – IPC-4562

 Folientyp/ -klasse

ED = elektrolytisches Kupfer RA = gewalztes Kupfer

 Foliendicke / gewicht
 definiert wird eine nominale Dicke in  µm /  typ. 18/35/70/105

 Folienbehandlung / Haftschicht
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Starre Verbund- und Basismaterialien (FR4 - Prepreg)
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GRUNDLAGEN DER LEITERPLATTENPRODUKTION 

Kupferkschiertes Laminat / Kerne (FR4)
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FR4
Kupfer

Kupfer
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GRUNDLAGEN DER LEITERPLATTENPRODUKTION 

Herstellschritte
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Herstellschritte
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Quality Gate AOI
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Quality Gate Röntgenbohren
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GRUNDLAGEN DER LEITERPLATTENPRODUKTION 

Herstellschritte
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Quality Gate
E-Test/ Endkontrolle
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GRUNDLAGEN DER LEITERPLATTENPRODUKTION 

Zusammenfassung

IPC – Standards für die Leiterplatte

Basismaterial

Produktion
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VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT

Grundlagen der Leiterplattenproduktion 
IPC - Material - Produktion
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